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실리콘 관통 전극및 이를 포함하는 MEMS 기반 디바이스

실리콘 관통 전극 및 이의 제조 방법에 관한 기술

실리콘 전극, 전극, MEMS

 • 실리콘 기판의 하단 전극과 MEMS 기반 디바이스
가 집적된 실리콘 기판의 상단을 전기적으로 연결
하는 실리콘 관통 전극(TSV)이 있음

 • 내열성 및 내화학성을 가지는 전도성 탄소 박막이 
비아의 실링(sealing)으로서 기능할 수 있고 이를 통
해 실리콘 기판 상에 고온소자 공정을 통해 제작되
는 MEMS 디바이스를 TSV 패키징함

 • 상대적으로 공정비용이 높은 건식 실리콘 식각량을 
줄일 수 있는 TSV를 제조할 수 있음

고온 공정과 여러 MEMS 디바이스 집적 공정에 적용 가능

 • 본 기술을 적용한 실리콘 관통 전극은 비아의 일 말단을 덮는 전도성 탄소 박막을 통해 고온 공정과 
여러 MEMS 디바이스 집적 공정에 적용 가능함

 • MEMS 디바이스의 경우 TSV 집적과정에서 기계적/화학적 손상 가능성이 높음
 • Via last 방식의 경우 디바이스를 제작한 뒤 마지막에 TSV를 집적하는 것으로서, 실리콘 기판을 관

통하는 비아의 제작 이후 실리콘 절연층 제작 시 문제가 발생할 수 있음
 • 고온 소자공정을 통해 제작되는 다양한 MEMS 기반 디바이스들의 고밀도 집적 및 신호전달성능 

향상 효과가 있음

[대표도면]
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MEMS 센서, 센서 시스템
활용 분야

시장 규모 및 전망

국내 MEMS 시장은 2017년 5억 6,690만 달러
에서 연평균 성장률11.3%로 증가하여, 2022년

에는 9억 6,970만 달러에 이를 것으로 전망

세계 MEMS 시장 규모는 지난해 115억달러에
서 오는 2025년 177억달러(약 21조원)로 지속 

성장할 전망

MEMS 센서 시장을 선도 중인 ST는 스마트 모션 센서부터 환경 센서, 비행시간거리 측정(ToF) 센서, 
저전력 무선통신 모듈 등을 제공함. 인피니언테크놀로지 역시 스마트모빌리티 시장의 수요 증가에 따
라 앞으로 센서 시장이 성장세가 지속될 것으로 전망

(출처: 연구개발특구재단, 2018) (출처: 욜디벨롭먼트)
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특허명
고온공정을 포함한 MEMS 제작공정에 적합한 실리콘 관통 

전극 및 이의 제조방법
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